
Hvilke prosesser hos en mønsterkort 
produsent er ikke kostnad drivene?



Etsing

Laser boring



Det er billigere å produsere en 50 
mikron leder, sammenlignet med en 
100 mikron leder. 

Du får en dobbel så lang ledning for 
samme prisen.



Hvor langt ned kan man gå?



Hvor langt ned kan man gå før 
vraket går til himmels



Hvor langt ned må man gå?
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• Decrease of nominal values

• Decrease of  tolerances
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Overview – Technology Trends







Hvor langt ned må du gå? 



How low can you go? 



Microvia fra begge sider



How low can you go? 



How low can you go? 

0,80 mm BGA



How low can you go? 

0,65 mm BGA



How low can you go? 

0,65 mm BGA



How low can you go? 

0,50 mm BGA



How low can you go? 

0,50 mm BGA



How low can you go? 

0,40 mm BGA



How low can you go? 

0,40 mm BGA ytterlag



How low can you go? 

0,40 mm BGA innerlag



Laserboring
Er det lønnsomt?



Borhastigheter/spindel
Laserboring: 200-300 hull/sek
Mekanisk boring: 4-8 hull/sek



Hva avgjør prisen på kort med 
microvia



Hvor mange ganger kortet går 
gjennom produksjonen

Valg av produsent





Utnyttelse av maskinen

Hvor mange ganger kortet går 
gjennom produksjonen



Utnyttelse av maskinen

Hvor mange ganger kortet går 
gjennom produksjonen







Vrak er en funksjon av
Antall lag
Kortstørrelse
Antall prosesser kortet må igjennom 



Vrak som funksjon av antall lag

Hvis antall defekter/overflateenhet er lik får vi 
følgende utvikling av vrak. 

2 % 2-lagskort
4 % 4-lagskort
10 % 10-lagskort



Vrak som funksjon av kortstørrelse

Kort 50x50 mm gir 1% vrak
Kort 100x100mm gir 4% vrak
Kort 200x300mm gir 24% vrak



Måter å regne vrak på

Produsert
100 stk gjennompletterte kort 50x50mm
10 stk  8-lagskort 200x200mm

Vrak
1 stk gjennomplettert kort
2 stk 8-lagskort



Måter å regne vrak på

Resultat regnet som kort 
2,7 % vrak

Resultat regnet som areal
18,6% vrak











Design anbefalinger

Lederbredde ned til 75 mikron på kort> 1dm2
Lederbredde ned til 60 mikron på kort< 1dm2

Velg microvia boret fra ytterlag.
Legg microvia i loddeputer

Bruk microvia i steden for mekanisk boret blinde via.
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